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Einfuhrung

Wahrend des Produktionsprozesses werden die
Eigenschaftenvon Bandern aus Kupfer undKupfer-
legierungen gemal Kundenspezifikation eingestellt
und die in den Qualitatsprufungen ermittelten
Werte in einem Werksprufzeugnis bestatigt.
Unsere Kunden erwarten, dass das gelieferte Band
zusatzliche spezifische Eigenschaften in Bezug auf
die Oberflachenbeschaffenheit und die Lotbarkeit
aufweist. Diese Eigenschaften und Merkmale sollten
vom Zeitpunkt der Verpackung, wahrend des
Transports bis zur Ankunft des Materials beim Kunden
einschlielllich einer gewissen Lagerdauer unverandert

bleiben.
Wieland setzt Schutzmallnahmen ein, um die
Produkteigenschaften zu erhalten und eine

Beeintrachtigung zu vermeiden. Beispiele sind beolte
Oberflachen als Schutz gegen Reibkorrosion so-
wie Luftfeuchtigkeit absorbierende, seewasserfeste
Verpackung. Zusatzlich wird dringend empfohlen,
fur gunstige Lagerbedingungen zu sorgen, die
Verpackung wahrend der Lagerung verschlossen zu
halten und erst kurz vor der Weiterverarbeitung des
Bandes zu offnen.

Trotz aller Mallnahmen verandern sich sowohl das
Oberflachenbild als auch die Lotbarkeit im Laufe der
Zeit in Abhangigkeit von den Lagerbedingungen. Die
Lagerdauer beinhaltet hier auch die Transportzeit.

Diese Broschure informiert Uber die optimalen
Lagerbedingungen sowie Uber Faktoren, die die
Lagerfahigkeit und Lotbarkeit von blanken und
beschichteten Bandern aus Kupfer und Kupfer-
legierungen beeinflussen.

Lagerung

Lagerbedingungen wie z. B. Lagerdauer, Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Umwelteinflusse, Atmosphare und
Art der Verpackung sind entscheidend fur die
Lagerfahigkeit und haben Auswirkungen auf die
Weiterverarbeitung sowie auf die Funktionalitat von
blankem und verzinntem Band oder Stanzteilen und
Komponenten.

Die Alterungsmechanismen bei Lagerung und
Verarbeitung haben Auswirkungen auf:

— Die Lotbarkeit durch Oxidation und Wachstum
der intermetallischen Phase

— Kontaktschichten, die den Kontaktwiderstand
beeinflussen

— Formbarkeit von Zinnschichten durch Wachstum
der intermetallischen Phase

Die Schwere der Auswirkungen hangt von den
Verarbeitungsschritten und -parametern ab,
wie Umformprozess und Verformungsgrad bzw.
Lotverfahren und Lottemperatur.
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|deale Lagerbedingungen

Temperatur:
— Max. 8 °C Schwankungen innerhalb eines Tages

— Mittlere Temperatur im Winter 15 °C,
im Sommer 24 °C
— Min. 10 °C, max. 30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:

- Max. 20 % tagliche Schwankung

— Mittlere Luftfeuchtigkeit im Winter 50 %,
im Sommer 60 %

- Max. 75 %

Die FIFO Regel (First-In-First-Out) sollte angewandt
werden. Das Band sollte nach Uberseeverschiffung
unbedingt in der Wieland-Verpackung mit VCI Folie
verbleiben.

Lotbarkeit

Lotbarkeit ist keine Materialeigenschaft. Sie hangt
von vielen Faktoren ab, von denen die meisten von
unseren Kunden kontrolliert werden. Die Art des
Flussmittels, Bauteilbreite und Probenbreite, die zu
lotende Oberflache und die Lottemperatur haben
einen wesentlichen Einfluss. GroRere Flachen und
Volumina sind aufgrund hoherer Warmeabfuhr
schwieriger zu verarbeiten.

Wenn Lotbarkeit gefordert wird, sollte diese spezifiziert
werden. ldeale Lagerbedingen sind hierzu unerlass-
lich. Die in diesem Prospekt enthaltenen Informati-
onen beziehen sich auf das Loten mit SnAg4Cu-Lot
(SAC-Lot). Tests mit SnPb40-Lot konnen auf Anfrage
ebenfalls durchgefuhrt werden.

Lotbarkeitsprufung

Die Lotbarkeit einer Oberflache wird durch die
Lotbenetzungseigenschaften definiert. Zur Prufung
der Lotbenetzungseigenschaften verwendet Wieland
die beiden gangigsten Verfahren:

—Im Tauchverfahren nach DIN EN [EC 60068-2-20
wird die Probe bei 260 °C / 245 °C und einer Tauch-
geschwindigkeit von 25 mm/s in das SnAg4Cu-Lot
(SAC-Lot) eingetaucht. Die physikalischen und
visuellen Eigenschaften bestimmen, ob die Probe
die Prufung bestanden hat oder nicht.

Anmerkung: DIN EN IEC 60068-2-20 gilt nur fur
elektrische Anschlusse in Bauteilen. Unsere Prufungen
im Labor werden dagegen an Bandproben durch-
gefuhrt.

— Die Benetzungsanalyse nach DIN EN 60068-2-54 ist
ein quantitativer Test z.B. fur Pins. Bei dieser Prufung
werden die Benetzungskrafte gemessen, die das
geschmolzene Lot auf die Prufoberflache ausubt,
wahrend es in das Lotbad getaucht und darin gehal-
ten wird als Funktion der Zeit. Dieser Lotbarkeitstest
sollte innerhalb von 2 Wochen nach Wareneingang
durchgefuhrt werden.
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Bewertung der Lotbarkeitsergebnisse

Die folgenden Tabellen enthalten Richtwerte in Form von Bewertungsangaben
fur die Lotbarkeit von blanken und feuerverzinnten Bandern, die unter idealen
Lagerbedingungen gelagert waren in Abhangigkeit von der Lagerzeit. Alle
Ergebnisse stammen aus dem ,Lotbadverfahren” (vertikale Tauchprufung)
nach DIN EN IEC 60068-2-20, ausgefuhrt an 10 — 30 mm breiten Proben.
Eine leicht pustelige/ krauselige Lotoberflache ist kein negatives Kriterium,
da diese Art der Oberflache Ublicherweise beim Abkuhlen Pb-freier Lote ent-
steht. Die Alterung in Tabelle 2 entspricht dem Alterungstest Bb in Kapitel
4.1.1, Alterungsverfahren 3b (16 h bei 155 °C in trockener Warme) gemafR

DIN EN I[EC 60068-2-20.

a) Blankes Band

Die Ergebnisse der Lotbarkeitsprufung von blanken
Bandern aus Kupferlegierungen mit einem leicht
aktivierten Flussmittel basierend auf DIN EN [EC
60068-2-20 in Abhangigkeit unterschiedlicher vor-
hergegangener Lagerzeiten sind in Tabelle 1 fur blan-
ke Bander dargestellt.

Tabelle 1:

C

Blanke Band Oberflachen werden bei Wieland standard-
maRig mit Benzotriazol behandelt. Benzotriazol che-
miesorbiert auf der Oberflache des Kupfers und sei-
nen Legierungen in Form eines mono-molekularen
Schutzfilms, der einen temporaren Schutz vor
atmospharischer Korrosion und Anlaufen bietet.

Lagerzeit

Kupfer A A B C
Messing M10, S12 A A B C-D C
Messing M30, M38 B C D D E
Bronze B14/16 A B C D D
L49 A B B-C C D
Neusilber B B B D D
K65, K80, K81 A B C C-D CcC-D
K55, K57, K75, K88 A-B B-C C-D D D
S23 C Cc-D D-E E E

A:ideal, B: gut; C: akzeptabel, D: unakzeptabel; E: keine Haftung des Lotes an der Metalloberflache
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b) Feuerverzinntes Band

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Lotbarkeitsprufung
feuerverzinnter Bander aus Kupferlegierungen nach
DIN EN IEC 60068-2-20 in Abhangigkeit unterschied-
licher vorhergegangener Lagerzeiten. Dargestellt
sind Bewertungsangaben fur die Wieland Feuerrein-
verzinnung SNPUR, Dicke 3 -5 pm. Bander mit einer
Schichtdicke < 3 pm sind nur fur kurze Zeit [6tbar.

Tabelle 2:

Legierung

2 Wochen 1 Monat 6 Monate 12 Monate 18 Monate
bei
155°C/16 h
A

Lotbarkeitsprifung nach DIN EN IEC 60068-2-20

Die Lotbarkeit mit SNnTOP (Zinn-Silber-Beschichtung)
kann etwas besser sein. SNTEM (thermisch behandelte
Verzinnung) ist nicht otbar. Bander mit einer Dicke
> 1 mm mussen um eine Bewertungsnote nach unten
gestuft werden.

Lagerzeit

2 Wochen
— 2 Monate
+ Alterung

Kupfer A B B C C
Messing M10 B B-C B C C C
Messing M30 B C C C D C
Bronze B14/16 A A A B B B
L49 A B B B B-C C
Neusilber N12 B B C C C C
K65, K80, K81 A A B B B B-C
K55, K57, K75 A A B B D B

A:ideal, B: gut; C: akzeptabel, D: unakzeptabel; E: keine Haftung des Lotes an der Metalloberflache
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c) Feuerverzinntes Band nach Lagerung in

industrieller Umgebung

Bei rauen Lagerbedingungen, z.B. in industrieller DIN EN IEC 60068-2-20 in Abhangigkeit unter-
Atmosphare, verkUrzt sich die Lagerfahigkeit. Tabelle 3 schiedlicher Lagerzeiten in verschiedenen rauen
zeigt die Ergebnisse der Lotbarkeitsprufung feuerverz-  Atmospharen. Dargestellt sind Bewertungsangaben.
innter Kupferlegierungsbander (SNPUR, 1 —= 5 pm) nach

Tabelle 3:

Beschichtung Lagerbedingungen & Einwirkdauer in Monaten

Labor-Alterungstest
(38°C,85%
rel. Luftfeuchtigkeit)

Feuerverzinnte Schwere Milde
Bander Industrieatmosphare | Industrieatmosphare

um 3 12 3 12 3 6 12

Kupfer 1 B C D A C D D D D
5 A B C A B B A B B

Messing M30 25 D D D C C D D D D
5 D D D C C D C D D

Neusilber 2,5 D E E C D D C C D
5 C D D C C D C C C

A:ideal, B: gut; C: akzeptabel, D: unakzeptabel; E: keine Haftung des Lotes an der Metalloberflache
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Anlaufbestandigkeit

Kupferlegierungen weisen eine gute Korrosionsbe-
standigkeit in zahlreichen Medien auf. Dies basiert auf
einem naturlichen Prozess. In der Atmosphare bildet
sich an der Oberflache eine Oxidschicht, die einen
weiteren Sauerstoffangriff stark verzogert. Je nach
Umgebung und Dauer kann diese Oxidschicht das
Oberflachenbild verandern. Um die Funktionalitat der
Oberflache wieder herzustellen, genugt es meist, sie
mit einem Flussmittel zu aktivieren.

Tabelle 4:
Lagerzeit

Legierung

Kupfer

Messing M10 A B
Messing M30 B C
Bronze A C
Neusilber B B
Feuerverzinntes Band A B

A:ideal, B: gut; C: akzeptabel, D: unakzeptabel

Tabelle 4 zeigt Bewertungsangaben fur das An-
laufverhalten von Bandern aus Kupfer und Kupfer-
legierungen (Blankes Band mit temporarem Kor-
rosionsschutz BTA) und verzinnten Bandern nach
verschieden langen Lagerdauern unter idealen La-
gerbedingungen. Industrielle Atmospharen beschleu-
nigen die Bildung von Anlaufschichten erheblich.

-

Beeinflusst durch Schadstoffe und andere

Umweltfaktoren. Schwefelwasserstoff fuhrt
B zu einer schnellen Anlaufentwicklung.

Beeinflusst durch Schadstoffe und andere
Umweltfaktoren. Schwefelwasserstoff fuhrt
D zu einer schnellen Anlaufentwicklung.
Schwefeldioxid, Stickoxide und Ammoniak
konnen zu Spannungsrisskorrosion fuhren.

Beeinflusst durch Schadstoffe und andere
D Umweltfaktoren.Schwefelwasserstoff fuhrt
zu einer schnellen Anlaufentwicklung.
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